
中原大學專利申請表

	專利提案名稱
	

	技術公開資料
	□ 無； □ 近期將發表(預定時間_________________)； 
□ 有【請詳填下列資料】：

公開發表／圖書館編目上架的日期：

發表處所【如期刊/網站/研討會/圖書館等】名稱：

發表的名稱：
所列發表人(全部)：

	
	※說明：

A. 如有技術公開【包括參展、論文發表或參加研討會等】者，須於優惠期內(台灣、日本及美國為12個月) 向智慧局提出申請(且無法再適用國際優先權)，否則即尚失新穎性要件而不能獲專利權。
建議於專利申請前，避免先行公開技術資訊。
B. 請將發表人全數列為共同發明人(避免因不符新穎性而遭核駁)。

C. 請提供技術公開資料(書面或電子檔均可)，以供提申時併呈專責機關。

	申請類別
	□發明

□新型

□設計
	申請國別
	□中華民國   □美國   □中國   □日本

□歐盟：______________________________     ______
□其它國家：__________________________     ______

	研究成果來源
	□ 科技部計畫
    類型：□專題計畫  □產學計畫           

          □科技部大專生專題計畫

□ 經濟部計畫
□ 其他政府補助計畫：

                   (機關名稱)

□ 建教或產學合作計畫

□ 本校教師自行研發成果

□ 本校學生創作成果

□ 其他                 
	計畫名稱
	

	
	
	計畫資訊
	計畫編號：                                ______

主持人：

執行期間：始              迄

合作單位：
【請檢附核定清單/公文】

	本案所屬

技術領域
	□電子工程 □電機工程 □光電工程 □資訊工程 □物理 □材料 □化學

□機械工程 □化學工程 □生物技術 □醫學工程 □土木工程 □其他：                  

	本案所適用

產業(可複選)
	□積體電路 □電腦週邊 □電子 □通訊 □光電  □精密機械 □機械設備製造 □營建業

□運輸工具 □製藥工業 □農藥工業 □生物技術 □化學製品製造 □化學材料製造 

□食品製造 □金屬製品 □非金屬製品 □紡織 □環境檢測 □其他：                  

	應用方式及

預期產品說明
	

	技術成熟度
	□量產  □試量產  □雛型  □實驗階段  □概念  □其他

	可授權應用對象
	潛在的相關廠商：



	
	是否有洽談中的合作廠商：



	委託辦理之

專利事務所
	□ 當年度校方簽約合作之事務所(名稱)：                                         

□ 發明人另選定非校方簽約合作之事務所(名稱)：                                 

	
	※說明：

A. 當年度校方簽約合作之事務所，請詳見每學年度之專利申請徵件公告。

B. 如為非校方簽約合作之事務所，請事務所逕洽本校產技中心承辦人，進行報價及簽約程序。

	備註
	如原以科技部計畫成果申請但若未獲科技部補助專利費用者，將依校內一般案件費用分攤原則

· 同意    □其他意見    　          


	※ 本案發明人：共            位

※ 主要聯絡人：                         （如有校內教師，以教師為優先；用以聯繫專利或技術內容、專利費用、等事項）

	各發明人基本資料【可請依發明人數，酌予增列或複印以下列表填之】


	中文姓名
	
	英文姓名(護照)
	

	單位/系級
	
	身分證字號
	

	人事代碼

學    號
	
	對本發明之

貢獻比例(%)
	

	校內分機
/行動電話
	
	Email
	

	永久地址
	


	中文姓名
	
	英文姓名(護照)
	

	單位/系級
	
	身分證字號
	

	人事代碼

學    號
	
	對本發明之

貢獻比例(%)
	

	校內分機
/行動電話
	
	Email
	

	永久地址
	


	中文姓名
	
	英文姓名(護照)
	

	單位/系級
	
	身分證字號
	

	人事代碼

學    號
	
	對本發明之

貢獻比例(%)
	

	校內分機
/行動電話
	
	Email
	

	永久地址
	


依據專利法第7條規定，受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人。故本專利申請權人為中原大學，專利發明人等同意遵照政府與中原大學研究發展成果暨技術移轉管理辦法等相關法規規定。
發明人:______________________________(簽章)    日期:_________________________

發明人:______________________________(簽章)    日期:_________________________

發明人:______________________________(簽章)    日期:_________________________

研發成果揭露書

  ※請確實填寫並提供書面與電子檔予《產技中心》。

※本表並非正式專利申請書，不用擔心格式亦不限頁數；但仍須清楚敘明，以助於審議、委案及推廣等作業。

應填項目：

	專利提案

名稱
	

	1. 發明摘要Abstract： 

（簡述該發明之內容、申請專利範圍及圖示中所揭示之技術領域，及該項技術問題點、解決問題手段，以及其主要用途等，以200字左右為宜）

(1)中文

(2)英文



	2. 檢索關鍵詞(中英文)：
(1)_______________ (2)_______________ (3)________________ (4)________________

	3. 背景說明Method＆Material：



	4. 本技術內容及效益Difference：

(1)如何實現本案，包括(a)哪些元件及元件功能，(b)程序或製程的步驟，(c)實施時是否搭配些裝置：

(2)輔助說明的圖式、數據、表格：



	5. 申請專利範圍Protections：
（即Claims，本專利欲保護之重點，或可簡述本發明與原習知技術間之關聯性）



	6. 發明之應用範疇及其創作目的或可達成的功效：
（例如:可能應用之產業、可運用本技術之產品）


	7. 簡述發明能解決之問題或技術特點(針對發明的進步性或與前案的差異性)：


	8. 相關前案（專利）Reference：
註1：請先自行上網檢索，就相關技術領域中，目前主要國家已核准申請之專利案資料。

註2：請就已檢索到的專利資料，註明國別及專利號。

註3：美國USPTO：http://portal.uspto.gov/pair/publicpair、台灣智財局：http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm
(1)專利國別、專利案名稱及專利號：

(2)本發明與前案之差異處：



	9. 相類似技術及已發表文獻（文獻）Reference：

註1：請敘明或檢附文獻資料。

註2：就該類似技術，註明已發表時間、場所、出處。

(1)文獻名稱：

(2)本發明與先前文獻：



	10. 市場分析報告摘要：

註1：申請中華民國以外之國別時，請提供本技術與該國技術、市場之關聯性以利審議。

註2：該技術或產品在該國重要性(市場發展、競爭成本、市佔率…等)，或申請該國是否有現存或潛在的競爭優勢等相關市場資訊。




中原大學提供IP-TECH專利分析系統，供全校教職員師生申請及使用，系統能提供的服務有,
1. 專利檢索的使用操作教學
2. 官方專利資料庫(包含國別)台灣、美國、日本、韓國、中國、歐洲、WIPO
3. 操作流程: 登入>選擇資料庫>檢索>檢索結果下載或儲存專案> 專案管理 (可檢視、編輯、分類、分析)
4. 系統帳號申請使用，請洽系統管理員
5. 系統操作連結: http://eocia.cycu.edu.tw:8080/etlc/tw/inquiry2.php
有任何問題，請洽 系統管理人員：劉文禎小姐 / 電話：(03)265-1836、E-mail：liuwenchen@cycu.edu.tw
專利自我評量表
【請依各項盡量勾選；將作為專利審議及推廣之參考】

	專利提案名稱
	

	1.策略性
	A.創新性
	· 突破性創新

· 效能顯著提升 

· 效能些微提昇

	
	B.商品化/

研發狀態
	· 商品化機會高 

· 商品化機會低 

· 已有替代技術

	
	
	· 尚有know-how可技轉 

· 已有雛型 

· 已有成品

	
	
	· 研發完成          □研發中斷

· 有實驗數據        □僅為概念

	2.應用性
	A.應用範圍
	· 本業應用廣        □本業應用窄

· 異業應用廣        □異業應用窄 

	
	B.競爭使用
	· 別人可能侵權(對象：＿＿＿＿＿＿)

· 別人不易侵權

· 存在類似技術

	
	
	本發明相關技術之領導廠商：＿＿＿＿＿＿

	3.保護性
	A.專利組合
	· 已有相關專利

· 後續尚有其他申請案

· 後續申請專利的機會低

	
	B.保護範圍
	· (專利權主張範圍claim) 廣

· (專利權主張範圍claim) 窄

	
	C.防禦性
	· 他人容易迴避本發明進行替代性設計

· 他人迴避設計困難

	
	D.侵權檢舉性
	· 很容易發現他人是否侵權

· 經研究分析後可掌握 

· 很難發現

	4.預計推廣應用模式
	· 單一專利授權

· 專利+技術授權 

· 專利組合授權(專利組合項目：＿＿＿＿＿) 

· 強制授權 

· 新創事業 

· 提商品化/量產化計畫

· 拍賣 

· 其他：＿＿＿＿＿＿


※ 填表疑問洽詢專線：1831化工系/設計學院、1832商學院/法學院、1833電機系/電子系/資工系、1834機械系/工工系/人育學院、1836 醫工系/土木系/環工系/體育室、1837 應數系/物理系/化學系/心理系/生科系。
73P010-024
